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FIG 2B

(57) Abstract: A radiation-emitting device (10) is
provided which includes an optoelectronic semi-conductor
element (1) and at least one optical element (2, 2a, 2b).
The optical element (2, 2a, 2b) is disposed downstream of
the semi-conductor device (1) in the radiation direction.
The optical element (2a, 2b, 2) is mechanically attached to
the semi-conductor device (1) with a bracket (3). In
addition, a method is provided for producing a device (10)
of'this type.

&) Zusammenfassung: Es wird eine
Strahlungsemittierende Vorrichtung (10) angegeben, die
ein optoelektronisches Halbleiterbauelement (1) und
zumindest ein optisches Element (2, 2a, 2b) umfasst. Das
optische Element (2, 2a, 2b) ist dem Halbleiterbauelement
(1) in Abstrahlrichtung nachgeordnet. Das optische
Element (2a, 2b, 2) ist an dem Halbleiterbauelement (1)
mit einer Klammer (3) mechanisch befestigt. Zudem ist ein
Verfahren zum Herstellen einer derartigen Vorrichtung
(10) angegeben.
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Beschreibung

LICHTEMITTIERENDE VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM
HERSTELLEN EINER DERARTIGEN
VORRICHTUNG

Die vorliegende Erfindung betrifft eine
strahlungsemittierende Vorrichtung mit einem
Halbleiterbauelement und einem optischen Element. Weiter
betrifft die vorliegende Erfindung ein Herstellungsverfahren

flir eine derartige Vorrichtung.

Bei einer Kombination von optoelektronischen
Halbleiterbauelementen mit nachgeordneten optischen
Elementen, wie beispielsweise Linsen oder Filter, kommen
verschiedene Materialien der einzelnen Komponenten zum
Einsatz, wie beispielsweise Kunststoffe und Metalle. Hierbei
sind nicht immer Klebstoffe verfiligbar, die diese
verschiedenen Materialien unter extremen Umweltbedingungen
wie beispielsweise unter extremen Temperaturen und/oder
Feuchtigkeit zuverlassig verbinden. Insbesondere konnen
unterschiedliche Temperaturausdehnungskoeffizienten der
unterschiedlichen Materialien der einzelnen Komponenten die
klebstoffhaltige Verbindung belasten. Zudem konnen
Ausgasungen aus den Klebstoffen die Lebensdauer einer
derartigen Vorrichtung und/oder der einzelnen Komponenten der
Vorrichtung negativ beeinflussen. Auch bei dem Zusammenfiigen
der unterschiedlichen Komponenten koénnen aufgrund von
speziellen Empfindlichkeiten der einzelnen Komponenten
Beschddigungen an diesen auftreten. Zum Beispiel sind
Komponenten aus Kunststoff empfindlich gegeniiber hohen

Temperaturen.
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Als Figeprozesse verschiedener Komponenten sind unter anderem
Klebungen mit den oben genannten Nachteilen sowie Schweilen
wie beigpielsweise Ultraschallschweilen bei
Kunststoffkomponenten moglich. Alternativ zum Verbinden
mehrerer oder zweier Komponenten einer Vorrichtung ist eine
Presspassung mit den entsprechend notwendigen engen

Toleranzen der einzelnen Komponenten moglich.

Es ist Aufgabe der vorliegenden Anmeldung, eine Vorrichtung
anzugeben, die sich durch eine alternative Verbindung zweier
oder mehrerer Komponenten der Vorrichtung auszeichnet. Weiter
ist es Aufgabe der vorliegenden Anmeldung, ein vereinfachte
beziehungsweise verbessertes Verfahren zum Herstellen einer

derartigen Vorrichtung anzugeben.

Diese Aufgaben werden durch eine Vorrichtung mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 geldst. Weiter werden diese
Aufgaben durch ein Herstellungsverfahren einer derartigen
Vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 12 geldst.
Vorteilhafte Weiterbildungen der Vorrichtung und des
Herstellungsverfahrens sind Gegenstand der abhangigen

Anspriche.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform umfasst die
strahlungsemittierende Vorrichtung ein optoelektronisches
Halbleiterbauelement und zumindest ein optisches Element. Das
optische Element ist dem Halbleiterbauelement in
Abstrahlrichtung nachgeordnet. Zudem ist das optische Element
an dem Halbleiterbauelement mit einer Klammer mechanisch

befestigt.

Das Halbleiterbauelement ist vorzugsweise ein

strahlungsemittierendes BRauelement, das eine Abstrahlrichtung
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aufweist. Dies bedeutet insbesondere, dass das
Halbleiterbauelement den grolRten Teil der erzeugten Strahlung
in eine Richtung emittiert. In dieser Richtung ist dem
Halbleiterbauelement das optische Element nachgeordnet,
sodass die von dem Halbleiterbauelement emittierte Strahlung
durch das optische Element hindurchtritt, bevor es die

Vorrichtung verléasst.

Unter einem optischen Element ist insbesondere jedes Element
zu verstehen, das geeignet ist, die von dem
Halbleiterbauelement emittierte Strahlung zu beeinflussen.
Beispielsweise ist das optische Element geeignet, die
Strahlungsrichtung der von dem Bauelement emittierten
Strahlung zu verandern beziehungsweise abzulenken. Alternativ
oder zusatzlich kann das optische Element die Wellenlange der
von dem Bauelement emittierten Strahlung beeinflussen.
Beispielsweise ist das optische Element eine Linse, ein

Filter, ein Konversionselement und/oder ein Diffusorelement.

Das optische Element und das Halbleiterbauelement sind mit
der Klammer mechanisch miteinander verbunden. Beispielsweise
ist das optische Element mit der Klammer auf dem
Halbleiterbauelement montiert. Vorteilhafterweise kdnnen
dadurch mit einem einzigen Prozessschritt durch Aufsetzen der
Klammer die Komponenten der Vorrichtung, also das optische
Element und das Halbleiterbauelement, miteinander verbunden
werden. Klebstoffe zum Verbinden der einzelnen Komponenten
sind so vorteilhafterweise nicht notwendig, sodass extreme
Umweltbedingungen wie beispielsweise extreme Temperaturen und
Feuchte keinen Einfluss auf die Qualitat der Verbindung der
Komponenten der Vorrichtung haben. Auch weitere

Prozessschritte wie beispielsweise ein Ldten der Vorrichtung
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auf eine Leiterplatte wirken sich nicht negativ auf die

Qualitat der Verbindung der einzelnen Komponenten aus.

Vorteilhafterweise kann mittels der Klammer eine Verbindung
der einzelnen Komponenten der Vorrichtung gewdhrleistet
werden, bei denen verschiedene Materialien nicht starr
miteinander verbunden sind, sodass es bei wverschiedenen
Temperaturausdehnungskoeffizienten der Komponenten nicht zu
Verspannungen und im Extremfall zur Loésung der Verbindung
kommt. Mit Vorteil kann im Gegensatz zu beispielsweise
Klebeverbindungen die Verbindung mittels der Klammer ohne
aufwandige Prozesskontrollen erfolgen. Eine Kontrolle
beispielsweise der Klebstoffmenge oder Aushdrtbedingungen der
Klebeverbindung, sodass eine zuverlassige Verbindung
gewahrleistet werden kann, ist vorliegend mit Vorteil nicht
zwangslaufig notwendig. Weiter vorteilhaft ist, dass die
Klammer sich riickstandsfrei entfernen la&sst, sodass etwaige

Rework-Prozesse vereinfacht durchfihrbar sind.

Unter einer Klammer ist insbesondere ein mechanisches
Befestigungs- beziehungsweise Verbindungselement zu
verstehen, das zwei oder mehr Komponenten durch Klemmen
miteinander verbindet. Beispielsweise ist die Klammer hierzu
im Wesentlichen U-formig ausgebildet, wobei zwischen der U-
Form die einzelnen Komponenten eingeklemmt werden, wodurch
eine mechanische 1ldsbare Verbindung erzeugt wird. Die Klammer

ist vorzugsweise aus Federstahl gebildet.

Das Halbleiterbauelement ist ein optoelektronisches

Bauelement, das die Umwandlung von elektrisch erzeugten Daten
oder Energien in Lichtemission ermdglicht oder umgekehrt. Das
Halbleiterbauelement weist zumindest einen optoelektronischen

Halbleiterchip auf, vorzugsweise einen
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strahlungsemittierenden Halbleiterchip. Der Halbleiterchip
ist vorzugsweise eine LED (lichtemittierende Diode) oder eine

Laserdiode.

Das Halbleiterbauelement kann weitere Komponenten aufweisen,
wie beigpielsweise ein Gehause oder ein Tragersubstrat, auf
dem der Halbleiterchip elektrisch und mechanisch montiert
ist. Das Gehduse ist beispielsweise ein Premold-Gehduse, in
dem ein Leadframe zum elektrischen Kontaktieren des

Halbleiterchips integriert ist.

Der Halbleiterchip des Halbleiterbauelements weist einen
Halbleiterschichtenstapel auf, in dem eine aktive Schicht zur
Strahlungserzeugung enthalten ist. Hierzu enthalt die aktive
Schicht vorzugsweise einen pn-Ubergang, eine
Doppelheterostruktur, eine Einfachquantentopfstruktur (SQW,
single quantum well) oder eine Mehrfachquantentopfstruktur
(MOW, multi gquantum well) zur Strahlungserzeugung. Die
Bezeichnung Quantentopfstruktur entfaltet hierbei keine
Bedeutung hinsichtlich der Dimensionalitat der Quantisierung.
Sie umfasst unter anderem Quantentrdge, Quantendrahte und

Quantenpunkte und jede Kombination dieser Strukturen.

Der Halbleiterschichtenstapel des Halbleiterchips enthalt
vorzugsweise ein III/V-Halbleitermaterial. III/V-
Halbleitermaterialien sind insbesondere zur
Strahlungserzeugung im ultravioletten, iUber den sichtbaren

bis in den infraroten Spektralbereich besonders geeignet.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform ist zwischen dem
Halbleiterbauelement und dem optischen Element ein Trager
angeordnet, der zusammen mit dem optischen Element mit der

Klammer an dem Halbleiterbauelement mechanisch befestigt ist.
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Der Trager dient demnach als Trager fiir das optische Element.
Das optische Element ist dabei zusammen mit dem Trager
mittels der Klammer mit dem Halbleiterbauelement verbunden,
beispielsweise mit dem Gehduse des Halbleiterbauelements. Der
Trager ist dabei vorzugsweise derart ausgebildet, dass ein
gewiinschter Abstand zwischen Halbleiterbauelement und
optischem Element erzeugt wird. Der erwiinschte Abstand ist
beispielsweise abhadngig von der Abstrahlcharakteristik des
Halbleiterbauelements und von der optischen Wirkung des

optischen Elements.

Zum Verbinden des Halbleiterbauelements, des optischen
Elements und des Tragers ist die Klammer bevorzugt um alle
drei Komponenten gefihrt und hakt diese miteinander unter,
sodass eine mechanische Befestigung beziehungsweise
Verbindung dieser drei Komponenten entsteht. Beispielsweise
ist die Klammer hierzu an seitlichen Bereichen des optischen
Elements, des Tradgers und des Halbleiterbauelements gefithrt
und hakt sowohl an einer von dem optischen Element
gegeniberliegenden Seite des Halbleiterbauelements und an
einer von dem Halbleiterbauelement gegeniliberliegenden Seite

des optischen Elements unter.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform ist die Klammer
zumindest auf einer dem optischen Element gegeniiberliegenden
Seite des Halbleiterbauelements zum Befestigen untergehakt.
Die Klammer ist also zumindest seitlich des
Halbleiterbauelements und zumindest bereichsweise auf der dem
optischen Element gegeniiberliegenden Seite des
Halbleiterbauelements gefiihrt. Vorzugsweise ist eine
derartige Flihrung auch auf Seiten des optischen Elements
vorgesehen, sodass die Klammer zusatzlich an einer dem

Halbleiterbauelement gegeniiberliegenden Seite des optischen
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Elements und an einem seitlichen Bereich des optischen
Elements gefiithrt ist. Dadurch ermdglicht sich eine
mechanische Befestigung der einzelnen Komponenten zwischen

den untergehakten Bereichen der Klammer.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform weist die Klammer in
Abstrahlrichtung des Halbleiterbauelements eine Offnung fir
den Strahlungsaustritt auf. Durch die Offnung kann
vorteilhafterweise gewdhrleistet werden, dass die Klammer die
Abstrahlcharakteristik der Vorrichtung nicht oder zumindest
nicht merklich beeinflusst. Die von dem Halbleiterbauelement
emittierte und durch das optische Element durchtretende
Strahlung kann dabei mit Vorteil ohne Beeinflussung der

Klammer durch die Offnung der Klammer austreten.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform ist dem
Halbleiterbauelement in Abstrahlrichtung eine Mehrzahl von
optischen Elementen nachgeordnet, die iUbereinander gestapelt
sind und mit der Klammer an dem Halbleiterbauelement
mechanisch befestigt sind. Die Vorrichtung weist demnach eine
Mehrzahl von hintereinander angeordneten optischen Elementen
auf, die alle mitsamt einer einzigen Klammer am
Halbleiterbauelement befestigt sind. Mit nur einem einzigen
Prozessschritt des Aufsetzens der Klammer auf die Komponenten
kénnen so beliebig viele Komponenten mit dem

Halbleiterbauelement einfach und schnell verbunden werden.

Zwischen den einzelnen optischen Elementen kdnnen dabei
weitere Trager angeordnet sein. Beispielsweise ist auf dem
Trager fiur das erste optische Element ein weiterer Trager
aufgesetzt, der als Trager fiir das zweite optische Element
dient und zudem mit Vorteil das erste optische Element in

seiner Position fixiert. Entsprechend dienen die weiteren
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Trager fiir die weiteren Komponenten als Trager dieser
weiteren Komponenten beziehungsweise zum Fixieren der

benachbarten unteren Komponenten.

Alternativ kann die Mehrzahl von optischen Elementen liber den
Trager gemeinsam an dem Halbleiterbauelement angeordnet sein.
In diesem Fall weist die Vorrichtung lediglich einen
gemeinsamen Trager auf, iUber den die optischen Elemente
gemeinsam verbaut sind. Beispielsweise sind hierzu an den
optischen Elementen jeweils Strukturen vorgesehen, die
jeweils das benachbarte optische Element in seiner Position

fixieren.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform weisen der oder die
Trager Strukturen zum Fihren der Klammer auf. Dadurch kann
vorteilhafterweise das Aufsetzen der Klammer auf das oder die
optischen Elemente, auf den oder die Tradger und/oder auf das
Halbleiterbauelement erleichtert werden. Die Strukturen sind
dabei derart ausgebildet, dass sie die Klammer fiithren, sodass
die gewinschte Verbindung zwischen dem Halbleiterbauelement
und den weiteren Komponenten gewahrleistet wird. Zusatzlich
kébnnen diese Strukturen dazu vorgesehen sein, die Klammer
beim Aufsetzen auf die einzelnen Komponenten der Vorrichtung

zUu spreizen.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform ist zwischen zumindest
zwel Komponenten der Vorrichtung zumindest ein elastisches
Element angeordnet. Insbesondere unterliegen alle Komponenten
der Vorrichtung Fertigungstoleranzen. Dementsprechend ist
vorgesehen, die Klammer in ihrer Dimension derart groll genug
auszulegen, dass diese bei den jeweils groBten Toleranzen der
Komponenten noch eine mechanische Befestigung und Verbindung,

insbesondere ein Klemmen der einzelnen Komponenten,
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gewahrleistet. Dadurch kann jedoch bei den jeweils kleinsten
Toleranzen der Komponenten eine unerwinschte Beweglichkeit
zwischen den verschiedenen Komponenten auftreten. Diese
eventuell ungewollte Beweglichkeit kann durch das elastische
Element ausgeglichen werden. Beispielsweise ist das
elastische Element ein O-Ring. O-Ringe sind vorzugsweise
ringférmige Dichtungselemente, die aufgrund ihres elastischen
Materials derartige Spielrdume und Beweglichkeiten zwischen

den Komponenten ausgleichen beziehungsweise anpassen kdnnen.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform weist ein Verfahren zum
Herstellen einer strahlungsemittierenden Vorrichtung, die ein
optoelektronisches Halbleiterbauelement und zumindest ein
optisches Element umfasst, folgende Verfahrensschritte auf:
A) Bereitstellen des Halbleiterbauelements,

B) Nachordnen des optischen Elements dem Halbleiterbauelement
in Abstrahlrichtung, und

C) mechanisches Befestigen des optischen Elements an dem

Halbleiterbauelement mit einer Klammer.

Die in Verbindung mit der Vorrichtung angefilhrten
Ausfiihrungsbeispiele und Vorteile finden auch in Zusammenhang

mit dem Herstellungsverfahren Anwendung und umgekehrt.

Mit dem vorliegenden Herstellungsverfahren kodnnen
vorteilhafterweise mit einem einzigen Prozessschritt des
Aufsetzens der Klammer beliebig viele Komponenten mit dem
Halbleiterbauelement mechanisch verbunden werden. Dabei kann
eine flexible Verbindung der einzelnen Komponenten
gewdhrleistet werden. Umwelteinfliisse und Einflisse aus
weiteren Prozessschritten wirken sich vorteilhafterweise
nicht negativ auf die Qualitat der Klammerverbindung aus.

Eine aufwandige Prozesskontrolle der mechanischen Verbindung
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ist mit Vorteil nicht notwendig. Zudem ist ein
rickstandsfreies Entfernen der Klammer mdglich, sodass

etwaige Rework-Prozesse vereinfacht durchfithrbar sind.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform wird vor dem
Verfahrensschritt B) ein Trédger zum Tragen des optischen
Elements auf das Halbleiterbauelement aufgesetzt. Der Trager
dient insbesondere als Trager flir das optische Element. Die
Klammer verbindet im Verfahrensschritt C) anschlieBRend das
optische Element, den Tradger und das Halbleiterbauelement

mechanisch miteinander.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform wird die Klammer von
Seiten des optischen Elements auf dieses aufgesetzt, entlang
des Tragers und/oder des Halbleiterbauelements gefihrt und
auf der von dem optischen Element gegeniiberliegenden Seite
des Halbleiterbauelements untergehakt. Dadurch kann
vorteilhafterweise die mechanische Befestigung der einzelnen

Komponenten der Vorrichtung miteinander gewdhrleistet werden.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform wird im
Verfahrensschritt B) dem Halbleiterbauelement in
Abstrahlrichtung eine Mehrzahl von optischen Elementen
nachgeordnet. In diesem Fall wird eine Mehrzahl von optischen
Komponenten iiber den Halbleiterbauelement gestapelt und
mittels der gemeinsamen Klammer miteinander mechanisch
verbunden beziehungsweise aneinander befestigt.
Vorteilhafterweise ist hierbei auf dem Trager fliir das erste
optische Element ein weiterer Trager fir ein weiteres
optisches Element aufgesetzt, das zudem das erste optische
Element in seiner Position fixiert. Entsprechend kodnnen
weitere optische Elemente und Trager iiber diesen ersten

optischen Komponenten angeordnet und fixiert werden.
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Alternativ werden die Mehrzahl von optischen Elementen iiber
einen gemeinsamen Trager an dem Halbleiterbauelement

angeordnet und zueinander fixiert.

Weitere Vorteile und vorteilhafte Weiterbildungen der
Erfindung ergeben sich aus den im Folgenden in Verbindung mit
den Figuren 1 bis 5 beschriebenen Ausfiihrungsbeispielen. Es

zeigen:

Figuren 1A, 2A, 3A, 4A, LHA jeweils einen schematischen
Querschnitt eines Ausfihrungsbeispiels einer

erfindungsgemdlien Vorrichtung, und

Figuren 1B, 2B, 3B, 4B, 5B jeweils eine schematische Ansicht
eines Ausfiihrungsbeispiels einer erfindungsgeméalen

Vorrichtung der Figuren 1A, 2A, 3A, 4A, 5A.

In den Figuren koénnen gleiche oder gleich wirkende
Bestandteile jeweils mit den gleichen Bezugszeichen wversehen
sein. Die dargestellten BRestandteile und deren
GroRenverhdltnisse untereinander sind nicht als
maBstabsgerecht anzusehen. Vielmehr kdnnen einzelne
Bestandteile wie beispielsweise Schichten, Strukturen,
Komponenten und Bereiche zur besseren Darstellbarkeit
und/oder zum besseren Verstandnis uUbertrieben dick oder grol

dimensioniert dargestellt sein.

In Figur 1A ist eine strahlungsemittierende Vorrichtung 10
dargestellt, die ein optoelektronisches Halbleiterbauelement
1 und ein optisches Element 2 umfasst. Das
Halbleiterbauelement 1 weist einen strahlungsemittierenden
Halbleiterchip la, ein Premold-Gehduse 1b und eine

Leiterplatte zur elektrischen Kontaktierung des
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Halbleiterchips auf. Der Halbleiterchip la ist beispielsweise
eine LED oder ein Laser. Die Leiterplatte 1lc dient zur
externen elektrischen Kontaktierung des Halbleiterchips 1la.
Das Gehéduse 1b umschliellt bereichsweise die Leiterplatte 1lc.
Insbesondere vergielt das Premold-Gehduse die Leiterplatte 1lc

bereichsweise.

Dem Halbleiterbauelement 1 ist in Abstrahlrichtung das
optische Element 2 nachgeordnet. Insbesondere emittiert der
Halbleiterchip la im Betrieb eine Strahlung, die vor Austritt
aus dem Halbleiterbauelement 1 durch das optische Element 2
hindurchtritt und dort beeinflusst wird. Beispielsweise ist

das optische Element 2 eine Linse oder ein Filter.

Das optische Element 2 ist iUber einen Tradger 4 an dem Gehause
lb des Halbleiterbauelements 1 angeordnet. Der Trager 4 ist
auf das Gehduse des Halbleiterbauelements aufgesetzt. Dabei
umschlielt der Trager 4 den Halbleiterchip la vollumlaufend.
Im BRereich des optischen Elements 2 weist der Tradger 4 eine
Aussparung auf, sodass die von dem Halbleiterchip la
emittierte Strahlung durch das optische Element 2
hindurchtreten kann, ohne dabei von dem Trédger 4 behindert

beziehungsweise beeinflusst zu werden.

Das optische Element 2 ist zusammen mit dem Trager 4 mit
Hilfe einer Klammer 3 mit dem Gehduse 1lb des
Halbleiterbauelements verbunden. Insbesondere ist das
optische Element 2 an dem Halbleiterbauelement 1 mit der
Klammer 3 mechanisch befestigt. Zur mechanischen Befestigung
wird die Klammer von Seiten des optischen Elements 2 auf die
Vorrichtung aufgesetzt und entlang des Tragers 4 gefiithrt, bis
die Klammer 3 unter dem Gehause 1lb des Halbleiterbauelements

1 unterhakt. Die Klammer ist hierzu beispielsweise im
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Querschnitt U-formig ausgebildet und hakt sowohl an der Seite
des optischen Elements 2 als auch an der Seite des
Halbleiterbauelements 1 unter, sodass die einzelnen
Komponenten der Vorrichtung 10 zwischen den untergehakten

Bereichen der Klammer 3 angeordnet und so geklemmt sind.

In Abstrahlrichtung des Halbleiterbauelements 1 weist die
Klammer eine Offnung 3a fiir den Strahlungsaustritt auf.
Dadurch behindert die Klammer 3 mit Vorteil die
Abstrahlcharakteristik der Vorrichtung 10 nicht. Vorzugsweise
weist die Klammer 3 auch auf Seiten des Halbleiterbauelements
1 eine Offnung auf, durch die die Leiterplatte lc zur
externen elektrischen Kontaktierung gefithrt ist. Die Klammer
3 ist in diesem Fall demnach als Hohlkdrper ausgebildet, der
an zwel sich gegeniiberliegenden Seiten jeweils eine Offnung

aufweist.

Durch die Klammer konnen vorteilhafterweise in einem einzigen
Prozessschritt, namlich mit dem Aufsetzen der Klammer,
beliebig viele Komponenten der Vorrichtung mit dem
Halbleiterbauelement 1 verbunden werden. Hierbei kommen
vorteilhafterweise keine Klebstoffe zum Einsatz, sodass
Umweltbedingungen keinen Einfluss auf die Qualitat der
Verbindung der einzelnen Komponenten haben. Auch weitere
Prozesse, wie beisgspielsweise das Ldoten der Vorrichtung auf
eine Leiterplatte, wirkt sich nicht negativ auf die Qualitat
der Verbindung der Komponenten aus. Zudem werden mit Vorteil
die Komponenten der Vorrichtung 10, insbesondere deren
verschiedenen Materialien, flexibel und nicht starr
miteinander verbunden, sodass es beil verschiedenen
Temperaturausdehnungskoeffizienten vorteilhafterweise nicht
zu Verspannungen und dadurch im Extremfall zum Losen der

Verbindung der Komponenten kommt. Mit Vorteil ist zudem eine
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aufwandige Prozesskontrolle der Klammerverbindung der
Komponenten nicht notwendig. Des Weiteren kann die Klammer 3
rickstandsfrei entfernt werden, sodass etwaige Rework-

Prozesse vereinfacht durchgefihrt werden kénnen.

Die Klammer 3 ist beispielsweise aus Federstahl und
ermdglicht eine vorteilhafte Verbindung der einzelnen

Komponenten der Vorrichtung.

In Figur 1B ist eine Queransicht der Vorrichtung 10 des
Ausfihrungsbeispiels der Figur 1A dargestellt. Es ist
gezeigt, dass die Klammer 3 den Tridger 4 bis auf die Offnung
der Klammer, in der das optische Element 2 angeordnet ist, im
Wesentlichen vollumfanglich umgibt beziehungsweise
umschlielBt. Am Gehduse 1b des Halbleiterbauelements hakt die
Klammer 3 bereichsweise unter, sodass eine mechanische

Verbindung mittels Klemmens gewdahrleistet wird.

Im Ubrigen stimmt das Ausfithrungsbeispiel der Figur 1B mit

dem Ausfiithrungsbeispiel der Figur 1A im Wesentlichen iberein.

Die Vorrichtung 10 der Figur 2A unterscheidet sich von der
Vorrichtung der Figur 1A dadurch, dass dem
Halbleiterbauelement 1 in Abstrahlrichtung zwei optische
Elemente 2a, 2b nachgeordnet sind, die libereinander gestapelt
sind. Beigpielsweise ist das erste optische Element 2a eine

Linse und das zweite optische Element 2b ein Filterelement.

Die optischen Elementen 2a, 2b sind gemeinsam mit der Klammer
3 mechanisch an dem Halbleiterbauelement 1 befestigt. Hierzu
finden zwei voneinander unabhangige Trager 4a, 4b Verwendung.
Auf dem Gehduse 1lb des Halbleiterbauelements 1 ist der erste

Trager 4a aufgesetzt, der insbesondere als Trager flir das
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erste optische Element 2a dient. Auf dem ersten Trager 4a und
auf dem ersten optischen Element 2a ist ein zweiter Trager 4b
aufgesetzt, der zum einen das erste optische Element 2a in
seiner Position fixiert und zum anderen als Trager fiir das
zwelte optische Element 2b dient. Die beiden Trager 4a, 4b
und die beiden optischen Elemente 2a, 2b sind mit der Klammer
3, die wiederum unter dem Gehause 1lb des
Halbleiterbauelements 1 unterhakt, mit diesem mechanisch

verbunden.

Im Ubrigen stimmt das Ausfithrungsbeispiel der Figur 2A mit

dem Ausfiithrungsbeispiel der Figur 1A im Wesentlichen iberein.

In Figur 2B ist eine Queransicht der Vorrichtung 10 des
Ausfihrungsbeispiels der Figur 2A dargestellt. Es ist
gezeigt, dass die Klammer 3 beide Trager 4a, 4b und beide
optischen Elemente 2a, 2b mechanisch miteinander verbindet,
indem die Klammer um die einzelnen Komponenten gemeinsam
gefihrt ist und diese miteinander verklemmt. Auf einer von
den optischen Elementen 2a, 2b abgewandten Seite des Gehauses
1b des Bauelements ist die Klammer bereichsweise untergehakt,
sodass die mechanische Verbindung und insbesondere das

Klemmen ermdglicht wird.

Im Ubrigen stimmt das Ausfithrungsbeispiel der Figur 2B mit

dem Ausfiithrungsbeispiel der Figur 2A im Wesentlichen iberein.

In Figur 3A ist eine Vorrichtung 10 gezeigt, die sich gerade
im Herstellungsverfahren befindet. Die Vorrichtung weist ein
Halbleiterbauelement 1 gemal den Figuren 1 beziehungsweise 2
auf. Auf dem Gehduse 1b des Halbleiterbauelements 1 ist ein
erster Trager 4a aufgesetzt, der als Trager fir ein erstes

optisches Element 2a, beispielsweise eine Linse, dient. Auf
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diesem ersten Trager 4a und dem ersten optischen Element 2a
ist ein zweiter Trager 4b aufgesetzt, der als Trager fir ein
zwelites optisches Element 2b, beigpielsweise ein
Filterelement, dient. Die Klammer 3 wird zum Verbinden der
einzelnen Komponenten der Vorrichtung 10 von Seiten des
zweiten optischen Elements 2b auf die Komponenten aufgesetzt,
entlang der Komponenten gefihrt und auf der von den optischen
Elementen 2a, 2b gegenliberliegenden Seite des
Halbleiterbauelements 1 untergehakt. So entsteht ein
mechanisch miteinander befestigter Komponentenstapel mit
folgender Reihenfolge: Halbleiterbauelement 1, erster Trager
4a, erstes optisches Element 2a, zweiter Trager 4b, zweites
optisches Element 2b. Der Komponentenaufbau der Vorrichtung
10 des Ausfihrungsbeispiels der Figur 3A entspricht dabei dem
Komponentenaufbau der Vorrichtung des Ausfiihrungsbeispiels

der Figur 2A.

Im Unterschied zu der Vorrichtung des Ausfihrungsbeispiels
der Figur 2A weist die Vorrichtung 10 des
Ausfiihrungsbeispiels der Figur 3A Strukturen zum Flihren der
Klammer 3 auf. Insbesondere sind die Strukturen 3b an
Seitenflachen des ersten und zweiten Tragers 4a, 4b
ausgebildet. Die an diesen Tragern 4a, 4b integrierten
Strukturen 3b erleichtern vorteilhafterweise das Aufsetzen
der Klammer 3 auf die Vorrichtung. Insbesondere dienen die
Strukturen 3b zum Spreizen der Klammer 3 beim Aufsetzen und
zusdtzlich zum mechanischen Fihren der Klammer 3 in Richtung

Halbleiterbauvuelement 1.

In dem Ausfihrungsbeispiel der Figur 3A ist die Klammer 3
noch nicht komplett tber die einzelnen Komponenten der

Vorrichtung 10 gefithrt, sondern befindet sich gerade im
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Verfahrensschritt des Aufsetzens der Klammer 3 auf die

einzelnen Komponenten der Vorrichtung 10.

Im Ubrigen stimmt das Ausfilhrungsbeispiel der Figur 3A mit

dem Ausfiithrungsbeispiel der Figur 2A im Wesentlichen iberein.

In Figur 3B ist eine Queransicht der Vorrichtung 10 des
Ausfihrungsbeispiels der Figur 3A dargestellt. Auch hier ist
die Klammer 3 lediglich teilweise auf die Komponenten der
Vorrichtung 10 aufgesetzt und befindet sich gerade im
Verfahrensschritt des Aufsetzens in Richtung des Bauelements.
Die Strukturen 3b zum Fihren der Klammer 3 sind als
Vertiefung in dem ersten Tradger 4a und dem zweiten Trager 4b
ausgebildet. Insbesondere ist jeweils eine Vertiefung an zwei
sich gegeniiberliegenden Seitenfliachen der Trager 4a, 4b
ausgebildet. Die Vertiefungen filihren jeweils entlang der
Seitenflachen. Die Struktur des ersten Tragers 4a geht dabei
Jjeweils direkt in die Struktur des zweiten Tragers 4b

insbesondere Ubergangslos iber.

Im Ubrigen stimmt das Ausfilhrungsbeispiel der Figur 3B mit

dem Ausfiithrungsbeispiel der Figur 3A im Wesentlichen iberein.

In dem Ausfihrungsbeispiel der Figur 4A ist eine Vorrichtung
10 gezeigt, die im Wesentlichen mit dem Ausfihrungsbeispiel
der Figur 2A ibereinstimmt. Im Unterschied zu dem
Ausfihrungsbeispiel der Figur 2A weist die Vorrichtung 10 der
Figur 4A elastische Elemente 5 auf, die zwischen dem
Halbleiterbauelement 1, insbesondere dem Gehduse 1b, und dem
ersten Trager 4a angeordnet sind. Das elastische Element 5
ist beispielsweise ein O-Ring. O-Ringe sind ringfdrmige

Dichtungselemente. Aufgrund der relativ einfachen Form sind
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O-Ringe industriell leicht herstellbar. Vorzugsweise findet

dazu SpritzgieBen (Injection Moulding) Anwendung.

Das elastische Element 5 gleicht einen Spielraum aus, der
aufgrund von Toleranzen der einzelnen verschiedenen
Komponenten der Vorrichtung auftreten kénnen. Insbesondere
unterliegen alle Komponenten der Vorrichtung
Fertigungstoleranzen. Dementsprechend muss die Klammer 3 in
ihren Dimensionen groBziigig genug ausgelegt werden, sodass
sie bei den jeweils groBten Toleranzen noch unter dem Geh&duse
lb des Halbleiterbauelements 1 einhaken kann. Dadurch kann
jedoch bei den jeweils kleinsten Toleranzen dieser Spielraum
zwischen den verschiedensten Komponenten entstehen, der durch

die elastischen Elemente 5 ausgeglichen wird.

Im Ausfihrungsbeispiel der Figur 4A sind insbesondere zwei
elastische Elemente 5, insbesondere zwei O-Ringe, zwischen
dem ersten Trager 4a und dem Gehduse 1b angeordnet, wobei die
Anordnung auf zwei sich gegeniberliegenden Seiten der

Vorrichtung 10 ausgebildet ist.

Im Ubrigen stimmt das Ausfilhrungsbeispiel der Figur 4A mit

dem Ausfiithrungsbeispiel der Figur 2A im Wesentlichen iberein.

In Figur 4B ist eine Queransicht der Vorrichtung der Figur 4A
dargestellt. Auch hier sind die zwei sich gegeniilberliegenden
elastischen Elemente 5 gezeigt, die zwischen dem ersten
Trager 4a und dem Gehduse 1b des Halbleiterbauelements

angeordnet sind.

Im Ubrigen stimmt das Ausfithrungsbeispiel der Figur 4B mit

dem Ausfiithrungsbeispiel der Figur 4A im Wesentlichen iberein.
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Die Vorrichtung des Ausfiihrungsbeispiels der Figur 5A
unterscheidet sich von der Vorrichtung des
Ausfiihrungsbeispiels der Figur 2A dadurch, dass die zwei
optischen Elemente 2a, 2b in einem Trager 4 verbaut und auf
dem Halbleiterbauelement 1 aufgesetzt sind. Vorliegend findet
demnach lediglich ein gemeinsamer Trager 4 Verwendung, der
beide optische Elemente 2a, 2b tradgt. Um dabei die einzelnen
optischen Elemente 2a, 2b zueinander zu fixieren, sind an dem
zweiten optischen Element 2b Strukturen vorgesehen, die das
erste optische Element 2a in seiner Position fixiert. Die
Klammer 3 befestigt die beiden optischen Elemente 2a, 2b
sowie den gemeinsamen Tradger 4 mechanisch an dem

Halbleiterbauvuelement 1.

Im Ubrigen stimmt das Ausfilhrungsbeispiel der Figur 5A mit

dem Ausfiithrungsbeispiel der Figur 2A im Wesentlichen iberein.

In Figur 5B ist eine Queransicht der Vorrichtung 10 des
Ausfiihrungsbeispiels der Figur 5A dargestellt. Gezeigt sind
dabei der gemeinsame Tradger 4 und die beiden optischen
Elemente 2a, 2b, die von dem Tradger 4 beide gemeinsam
getragen werden. Das zweite optische Element 2b weist dabei
Verbindungselemente auf, die das optische Element 2a
fixieren. Die Verbindungselemente dienen insbesondere dazu,
einen festen Abstand zwischen den optischen Elementen 2a, 2b

zu gewahrleisten.

Im Ubrigen stimmt das Ausfilhrungsbeispiel der Figur 5B mit

dem Ausfiithrungsbeispiel der Figur 5A im Wesentlichen iberein.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung 10 2012 103 633.0, deren Offenbarungsgehalt

hiermit durch Riickbezug aufgenommen wird.
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Die Erfindung ist nicht durch die Beschreibung anhand der
Ausfiihrungsbeispiele auf diese beschrankt, sondern umfasst
jedes neue Merkmal sowie jede Kombination von Merkmalen, was
insbesondere jede Kombination von Merkmalen in den
Patentanspriichen beinhaltet, auch wenn diese Merkmale oder
diese Kombinationen selbst nicht explizit in den Ansprilichen

oder Ausfithrungsbeispielen angegeben sind.
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Patentanspriiche

1. Strahlungsemittierende Vorrichtung (10) mit einem
optoelektronischen Halbleiterbauelement (1) und mit
zumindest einem optischen Element (2, 2a, 2b), wobei

- das optische Element (2, 2a, 2b) dem
Halbleiterbauelement (1) in Abstrahlrichtung nachgeordnet
ist, und

- das optische Element (2, 2a, 2b) an dem
Halbleiterbauelement (1) mit einer Klammer (3) mechanisch

befestigt ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei

zwischen dem Halbleiterbauelement (1) und dem optischen
Element (2, 2a, 2b) ein Trager (4) angeordnet ist, der
zusammen mit dem optischen Element (2, 2a, 2b) mit der
Klammer (3) an dem Halbleiterbauelement (1) mechanisch

befestigt ist.

3. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobel

die Klammer (3) auf einer dem optischen Element (2, Z2a,
2b) gegeniiberliegenden Seite des Halbleiterbauelements

(1) zum Befestigen untergehackt ist.

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobel

die Klammer (3) in Abstrahlrichtung des
Halbleiterbauelements (1) eine Offnung (3a) fiir den

Strahlungsaustritt aufweist.

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

wobeil
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dem Halbleiterbauelement (1) in Abstrahlrichtung eine

Mehrzahl von optischen Elementen (2, 2a, 2b) nachgeordnet
ist, die libereinander gestapelt sind und mit der Klammer
(3) an dem Halbleiterbauelement (1) mechanisch befestigt

sind.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5 unter Riuckbezug auf
Anspruch 2, wobei
zwischen den optischen Elementen (2, 2a, 2b) jeweils ein

weiterer Trager (4, 4a, 4b) angeordnet ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 5 unter Rickbezug auf
Anspruch 2, wobei

die Mehrzahl wvon optischen Elementen (2, 2a, 2b) Uber den
Trager (4) gemeinsam an dem Halbleiterbauelement (1)

angeordnet ist.

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobei
der oder die Trager (4, 4a, 4b) Strukturen (3b) zum

Fiuhren der Klammer (3) aufweisen.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, wobei

die Strukturen (3b) die Klammer zusadtzlich Spreizen.

10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobel

zwischen zumindest zwei Komponenten (1, 2, 2a, 2b, 4, 4a,
4b) der Vorrichtung (10) zumindest ein elastisches

Element (5) angeordnet ist.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, wobei

das elastische Element (5) ein O-Ring ist.
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12. Verfahren zum Herstellen einer
strahlungsemittierenden Vorrichtung (10), die ein
optoelektronisches Halbleiterbauelement (1) und zumindest
ein optisches Element (2, 2a, 2b) umfasst, mit folgenden
Verfahrensschritten:

A) Bereitstellen des Halbleiterbauelements (1),

B) Nachordnen des optischen Elements (2, 2a, 2b) dem
Halbleiterbauelement (1) in Abstrahlrichtung, und

C) mechanisches Befestigen des optischen Elements (2, 2a,
2b) an dem Halbleiterbauelement (1) mit einer Klammer

(3).

13. Verfahren nach Anspruch 12, wobei
vor dem Verfahrensschritt B) ein Trager (4, 4a, 4b) zum
Tragen des optischen Elements (2, 2a, 2b) auf das

Halbleiterbauelement (1) aufgesetzt wird.

14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, wobei

die Klammer (3) wvon Seiten des optischen Elements (2, 2a,
2b) auf dieses aufgesetzt, entlang des Tragers (4, 4a,
4b) und/oder des Halbleiterbauelements (1) gefthrt und
auf der von dem optischen Element (2, 2a, 2b)
gegenliberliegenden Seite des Halbleiterbauelements (1)

untergehackt wird.

15. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche 12
bis 14, wobei

im Verfahrensschritt B) dem Halbleiterbauelement (1) in
Abstrahlrichtung eine Mehrzahl von optischen Elementen

(2, 2a, 2b) nachgeordnet wird.
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Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )

GO2B HO1L HOIS

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprifstoff gehérende Veréffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Waéhrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, INSPEC, WPI Data, COMPENDEX

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie* | Bezeichnung der Veréffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

X US 5 394 430 A (HUANG CHAOCHI [TW]) 1,2.,4,
28. Februar 1995 (1995-02-28) 8-13
Zusammenfassung; Abbildung 2
X EP 1 480 063 A2 (INFINEON TECHNOLOGIES AG 1,3,12
[DE]) 24. November 2004 (2004-11-24)
Zusammenfassung; Abbildung 4b

X EP 0 592 746 Al (IBM [US]) 1,12
20. April 1994 (1994-04-20)
Zusammenfassung; Abbildungen 5a-5d
X US 4 890 296 A (CROSBY ROBERT A [US]) 1,12
26. Dezember 1989 (1989-12-26)
Zusammenfassung; Abbildungen 2-4

_/__

Weitere Verdffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veréffentlichungen "T" Spétere Veréffept__lichung, die r_1_ach dem internationalen Anmeldedatum
"A" Verdffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, oder dem Prioritatsdatum verdffentlicht worden ist und mit der
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verstéandnis des der
v e . . Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden
E" frihere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach Theorie angegeben ist

dem internationalen Anmeldedatum versffentlicht worden ist "X" Veréffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
"L" Veréffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er- kann allein aufgrund dieser Veroéffentlichung nicht als neu oder auf
scheinen zu lassen, oder durch die das Veréffentlichungsdatum einer erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden

anderen im Recherchenbericht genannten Versffentlichung belegt werden myu Versffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet

.., ausgefuhr) o R werden, wenn die Versffentlichung mit einer oder mehreren
O" Verbffentlichung, die sich auf eine mindliche Offenbarung, ) Versffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere MaBnahmen bezieht diese Verbindung fiir einen Fachmann naheliegend ist

"P" Veréffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach

dem beanspruchten Prioritatsdatum versffentlicht worden ist "&" Versffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
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C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie* | Bezeichnung der Veréffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile

Betr. Anspruch Nr.

A

WO 2010/150653 Al (QD LASER INC [JP];
SUZUKI MAKOTO [JP]; KANBE SATOSHI [JP])
29. Dezember 2010 (2010-12-29)
Zusammenfassung; Abbildung 1

US 6 998 650 B1 (WU JIAHN-CHANG [TW])
14. Februar 2006 (2006-02-14)
Zusammenfassung; Abbildung 8

US 5 546 490 A (KIKUCHI KIMIHIRO [JP] ET
AL) 13. August 1996 (1996-08-13)
Zusammenfassung; Abbildungen 1, 2

US 2006/061851 Al (TAKAHASHI TORU [JP] ET
AL) 23. Marz 2006 (2006-03-23)
Zusammenfassung; Anspruch 6; Abbildung 3
Seite 12

US 5 615 052 A (DOGGETT DAVID E [US])
25. Marz 1997 (1997-03-25)
Zusammenfassung; Abbildungen 1-6

DE 36 30 807 Al (UNIVERSO SA [CH])

26. Marz 1987 (1987-03-26)
Zusammenfassung; Abbildung 1

US 2008/130275 Al (HIGLEY ROBERT EDWARD
[US] ET AL) 5. Juni 2008 (2008-06-05)
Zusammenfassung; Abbildungen 8a, 8b

5

1-15

1,12

1,12

1,12

1,12
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Angaben zu Veroffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehéren

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2013/058007
Im Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der
angefihrtes Patentdokument Veroffentlichung Patentfamilie Veroffentlichung

US 5394430 A 28-02-1995  KEINE

EP 1480063 A2 24-11-2004 DE 10322757 Al 30-12-2004
EP 1480063 A2 24-11-2004
US 2005013554 Al 20-01-2005

EP 0592746 Al 20-04-1994 AT 150593 T 15-04-1997
DE 69218431 D1 24-04-1997
DE 69218431 T2 25-09-1997
EP 0592746 Al 20-04-1994
ES 2101074 T3 01-07-1997
JP 2501004 B2 29-05-1996
JP H06204622 A 22-07-1994

US 4890296 A 26-12-1989  KEINE

WO 2010150653 Al 29-12-2010 JP 2011003857 A 06-01-2011
WO 2010150653 Al 29-12-2010

US 6998650 Bl 14-02-2006  KEINE

US 5546490 A 13-08-1996  DE 19515795 Al 02-11-1995
JP 3518695 B2 12-04-2004
JP HO7301726 A 14-11-1995
us 5546490 A 13-08-1996

US 2006061851 Al 23-03-2006 US 2006061851 Al 23-03-2006
WO 2006033479 Al 30-03-2006

US 5615052 A 25-03-1997  KEINE

DE 3630807 Al 26-03-1987 CH 663695 A5 31-12-1987
DE 3630807 Al 26-03-1987
us 4704669 A 03-11-1987

US 2008130275 Al 05-06-2008 CN 101548436 A 30-09-2009
EP 2087555 A2 12-08-2009
JP 2010512008 A 15-04-2010
KR 20090096485 A 10-09-2009
TW 200839146 A 01-10-2008
US 2008130275 Al 05-06-2008
US 2009207609 Al 20-08-2009
WO 2008070421 A2 12-06-2008
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